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内容概要

在半导体领域，技术的变化遵循着摩尔定律的快速节奏，是以月而不是以年为单位计的。
本书详细追述了半导体发展的历史并吸收了当今最新技术资料，学术界和工业界都称赞这是一本目前
在市场上能得到的最全面、最先进的教材。
全书共分20章，章节根据应用于半导体制造的主要技术分类来安排，内容包括：与半导体制作相关的
基础技术信息；总体流程图的工艺模型概况，用流程图将硅片制造的主要领域连接起来；具本讲解每
一个主要工艺；集成电路装配和封装的后部工艺概况。
此外，各章为读者提供了关于质量测量和故障排除的问题，这些都是会在硅片制造中遇到的实际问题
。

    本书适合作为高等院校微电子技术专业的教材，也可作为从事半导体制造与研究人员的参考书及公
司培训员工的标准教材。

Page 2



第一图书网, tushu007.com
<<半导体制造技术>>
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媒体关注与评论

　　本书追述了半导体集成电路的发展历史，详细描述了集成电路制造的全过程，即硅片制备、硅片
制造、硅片测试/拣选、装配和封装以及终测。
具有大量精美的图片、图表及具体详实的数据。
对立志从事微电子技术工作，而又未能实际体验集成电路制造过程的人来说，它无疑是一位良师益友
。
即使是正在从事集成电路制造的工程技术人员，也一定会认为它是非常具有价值的参考书。
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编辑推荐
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